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焊接说明

1  端子

1.1  镍栅端子

银/镍/锡端子的镍栅层可防止银基金属镀层浸出。它能让用户更加灵活地选择焊接参数。锡可以防止镍

层氧化，从而确保更好地焊接焊料。镍栅端子适合采用所有常用的焊接方法焊接，包括无铅焊接。

1.2  银铂端子

银铂端子主要用于大型EIA外壳1812和2220。实践表明，银铂端子非常适合采用含银焊膏进行回流焊、

锡铅焊和无铅焊。当采用锡铅焊时，推荐使用Sn62Pb36Ag2焊膏。当采用无铅回流焊时，推荐使用SAC

焊膏，例如Sn95.5Ag3.8Cu0.7。

多层CTVS：镍栅端子的结构

多层压敏电阻：银铂端子结构
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2  推荐的焊接温度曲线

2.1  回流焊温度曲线

对于回流焊，建议按照JEDEC J-STD-020D标准选择焊接温度

特点 锡铅共熔合金 无铅合金

预热和浸透

- 最低温度

- 最高温度

- 时间

Tsmin

Tsmax

tsmin 至 tsmax

100 °C
150 °C
60 ... 120 s

150 °C
200 °C
60 ... 180 s

平均升温速度 Tsmax 至 Tp 最大 3 °C/s 最大 3 °C/s

液态温度

变为液态的时间

TL

tL

183 °C
60 ... 150 s

217 °C
60 ... 150 s

封装主体的峰值温度 Tp
1) 220 °C ... 235 °C2) 245 °C ... 260 °C2)

在指定分类温度 (Tc) 5 °C 内的时间 (tP)3) 20 s3) 30 s3)

平均升温速度 Tp 至 Tsmax 最大 6 °C/s 最大 6 °C/s

从 25 °C 升温至峰值温度的时间 最长 6 分钟 最长 8 分钟

25 °C

1) 采用供应商最小值与用户最大值定义峰值特征温度 (TP) 的公差。
2) 取决于封装的厚度。详细信息请参考JEDEC J-STD-020D。
3) 采用供应商最小值与用户最大值定义峰值特征温度 (tP) 下的时间公差。

说明：所有温度信息，请参考封装的顶部，它是在封装主体表面测量的结果。回流次数：3次
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2.2  波峰焊温度曲线

元件端子采用双波峰焊时的温度特征

2.3  无铅焊工艺

采用AgNiSn端子的爱普科斯 (EPCOS) 多层CTVS设计用于仅能使用无铅焊接工艺的应用场合。

焊接温度曲线请参考JEDEC J-STD-020D、IEC 60068-2-58和ZVEI的推荐温度。

3  推荐的焊接方法 – 爱普科斯 (EPCOS) 针对每种类型产品的焊接建议

3.1  概述

回流焊 波峰焊

型号 EIA外壳尺寸 SnPb 无铅 SnPb 无铅

CT... / CD... 0201/ 0402 允许 允许 不允许 不允许

CT... / CD... 0603 ... 2220 允许 允许 允许 允许

CN...K2 1812, 2220 允许 允许 不允许 不允许

阵列 0405 ... 1012 允许 允许 不允许 不允许

ESD/EMI滤波器 0405, 0508 允许 允许 不允许 不允许

SHCV - 不允许 不允许 允许 允许

1

200 k/s

2
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3.2  采用镍栅和银铂端子的多层压敏电阻

所有采用镍栅和银铂端子的爱普科斯 (EPCOS) 多层压敏电阻都完全适合采用无铅焊。镍栅层全部为亚

光镀锡层。

3.3  采用银铂端子的多层压敏电阻

实践表明，银铂端子非常适合采用含银焊膏进行回流焊、锡铅焊和无铅焊。当采用锡铅焊时，推荐使用

Sn62Pb36Ag2焊膏。当采用无铅回流焊时，推荐使用SAC焊膏，例如Sn95.5Ag3.8Cu0.7。

3.4  镀锡铁丝

所有采用镀锡端子的爱普科斯 (EPCOS) SHCV型压敏电阻都可使用无铅焊和锡铅焊。

4  焊缝截面/焊料用量

4.1  镍栅端子

如果弯月面高度太低，说明焊料的用量太少，焊缝可能会断裂，即元件可能会与焊缝断开。该问题有时亦

解释为外部端子的浸出。

如果焊点的弯月面太高，即焊料的用量过多，则可能会出现副作用。随着焊料的冷却，焊料会沿着元件

的方向收缩。如果元件上的焊料过多，就没有释放压力的余地，从而可能导致焊点断裂，这就是焊料过

多的一个副作用。

下图显示了在双波峰焊和红外钎焊中的好/坏焊缝。
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4.1.1  镍栅端子的焊缝截面 – 双波峰焊

在双波峰焊中由焊料用量导致的好/坏焊缝。

4.1.2  镍栅端子/银铂端子的焊缝截面 – 回流焊

在回流焊中由焊料用量导致的好/坏焊缝。
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5  可焊性测试

测试 标准 锡铅焊的测试条件 无铅焊的测试条件 标准 / 测试结果

可焊性 IEC

60068-2-58

使用非活性焊剂在

215 ± 3 °C 的温度

下浸入 60/40 锡铅

焊料中 3 ± 0.3 秒

使用非活性或低活性

焊剂在 245 ± 5 °C

的温度下浸入焊料

Sn96.5Ag3.0Cu0.5 中

3 ± 0.3 秒

覆盖 95% 的末端端

子，目视检查焊接

结果

抗浸出 IEC

60068-2-58

使用未预热的温和

活性焊剂在 260 ± 

5 °C 的温度下浸入

60/40 锡铅焊料中

10 ± 1 秒

使用非活性或低活性

焊剂在 255 ± 5 °C

的温度下浸入焊料

Sn96.5Ag3.0Cu0.5 中

10 ± 1 秒

触点无浸出

热冲击（焊

料冲击）

在 300 °C 的温度下

浸焊 5 秒

在 300 °C 的温度下浸

焊 5 秒

|∆C/C0| ≤ 15%

不会影响电气参数。

电容变化：

|∆C/C0 |≤ 15%

测试表面

贴装 (SMD) 

产品的耐焊

热性能

IEC

60068-2-58

I在 260 °C的温度下

浸入 60/40 锡铅焊

料中 10 秒

在 260 °C 的温

度下浸入焊料

Sn96.5Ag3.0Cu0.5 中

10 秒

|∆V/V (1 mA)| ≤ 5%

压敏电阻的电压变

化：

|∆V/V (1 mA)| ≤ 5%

测试径向引

线式元件

(SHCV) 的
耐焊热性能

IEC

60068-2-20

I 在 260 °C 的温度

下将引线浸入 60/40

锡铅焊料中 10 秒

在 260 °C 的温度

下将引线浸入焊料

Sn96.5Ag3.0Cu0.5 中

10 秒

压敏电阻的电压变

化：|∆V/V (1mA) |≤ 

5%

电容 X7R 的变化：

≤ -5/+10%
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说明：

端子的浸出

如果焊接温度和/或浸没时间超出推荐的范围，则端子上的有效区域可能会丢失。浸出的外部电极不能超

过片状压敏电阻末端面积的25%（边沿A-B-C-D的总长）和长度A-B的25%，当安装在基底上时，如下图

所示。

 

6  正确焊接的说明

6.1  预热和冷却

 根据JEDEC-J-STD-020D。请参考本章的第2部分。

6.2  维修/返工

禁止使用焊烙铁手动焊接，推荐采取热空气法进行返工。

6.3  清洁

所有环保的清洁剂都可用于清洁。根据所用的焊剂类型选择合适的清洁溶剂。元件与清洁液之间的温度

差不能大于100 °C。在使用超声波清洗时必须特别小心。过大的超声功率可能会降低金属镀层表面的粘

附强度。

6.4  焊膏印刷（回流焊）

过量地使用焊膏会导致焊接圆角厚度过高，从而导致片状元件更易受到机械和热应力的影响。太少的焊

膏会降低外部电极上的粘附强度，从而降低元件与PCB板的焊接强度。焊料必须均匀地施加在末端表

面。
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6.5  焊剂的选择

选用的焊剂中，卤化成分的重量百分比必须小于或等于0.1%，因为焊接后焊剂会导致端子的腐蚀和/或

元件表面漏电流的增大。禁止使用强酸性焊剂。焊剂的用量必须严格控制，因为过量的焊剂可能会产生

焊剂气体，从而使可焊性降低。

6.6  CTVS的储存

自交货之日起，在多层压敏电阻、CeraDiodes和ESD/EMI滤波器的一年质保期内可保证元件的可焊性

（对于采用银铂端子的片状元件，可焊性保证期为半年），对于SHCV，如果元件储存在原始包装内，那

么可焊性保证期为2年。

储存温度： -25 °C至+45 °C

相对湿度： 年平均湿度≤75%，每年30天湿度≤95%

如果SMD型和引线式元件储存在高湿度、粉尘和有害气体（氯化氢、二氧化硫或硫化氢气体）环境中，那

么外部电极的可焊性可能会降低。

禁止将SMD型和引线式元件储存在高温或阳光直射的环境中。否则包装材料可能会变形，或者SMD型/

引线式元件可能会粘附在一起，从而导致安装时出现问题。

在打开工厂密封后，例如乙烯聚合物密封的包裹，建议尽快使用SMD型或引线式元件。

在交货后，请在爱普科斯 (EPCOS) 规定的时间内焊接CTVS元件：

采用镍栅端子的CTVS： 12个月

采用银铂端子的CTVS： 6个月

SHCV（引线式元件）： 24个月

6.7  元件布置在电路板上

当采用双波峰焊时，在焊接前将元件布置在电路板上具有一定优势，这种方式能使元件的两个端子不会

在不同的时间浸入焊浴。

理想状况下，两个端子应同时焊接。
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6.8  焊接注意事项

 焊接时间过长或焊接温度过高会导致外部电极的浸出，从而使电极与端子之间的接触变弱，致使粘附

效果差，并会改变压敏电阻的电气性能。

 对于指定只能采用回流焊的MLV，禁止采用波峰焊（详见第3.1节“概述”）。

 保持推荐的降温速度。

6.9  标准

CECC 00802

IEC 60068-2-58

IEC 60068-2-20

JEDEC J-STD-020D


